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Abstract (en)
The method involves displacing at least one region (A,B) of the panel transversely from one side by thrust shaping and then removing excess
material from the raised section(s) (7) thus formed on the opposite side by a cutting process.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von in der Dicke D, D1, D2 bereichsweise variierenden Platinen aus Metallblech zur Fertigung
von Strukturteilen fur Kraftfahrzeuge. Hierbei werden an einem Metallblech zunéachst mindestens ein Bereich A, B durch Schubumformen von
einer 1. Seite 3 des Metallblechs 1 her quer verschoben. AnschlieBend wird die auf der gegenliberliegenden 2. Seite 8 entstandene Erhebung 7
spanabhebend abgetragen wird. Hierbei wird das Metallblech auf einer Magnet-Spannplatte 12 gehalten. Die 2. Seite 8 wird Gber ihre gesamte
Flache in einem Arbeitsgang spanabhebend durch einen Fréser 11 bearbeitet.
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